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(57)摘要

本創作係一種具雙層印刷電路板(two-layer Printed Circuit Board,PCB)之電容式觸控板，其包括 

一印刷電路板，該印刷電路板係為雙層印刷電路板結構，該印刷電路板之上側係構設有一第一銅 

箔，其下側則設置有一第二銅箔，且在該印刷電路板之邊緣係具有貫穿該印刷電路板上、下側之複 

數第一導孔與複數第二導孔。該第一銅箔上係具有延伸至該第一導孔之複數第一線跡圖案；該第二 

銅箔上則具有複數第一導線圖案與複數第二導線圖案並得以各自延伸至該第一導孔與該第二導孔； 

上述之印刷電路板上方由上而下分別依序設置一導電層與一絕緣層。該絕緣層尺寸大小略小於該印 

刷電路板，令該第二導孔的上方並無被該絕緣層覆蓋；而該導電層尺寸大小恰等於該印刷電路板， 

且該導電層具有複數第二線跡圖案並得以延伸至該第二導孔。
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五、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本發明係有關於一種具雙層印刷電路板之電容式觸控板 ， 

尤指一種可簡化結構、減少厚度、節約材料成本、縮短製程與 

提升產品良率之電容式觸控板者。

【先前技術】

按，習知之電容式觸控板係指一種可供手指或導體接觸之 

板體，其表面分佈有複數感應單元可以感應手指或導體接觸時 

所造成之電容變化，並且藉由分析各感應單元上的電容變化得 

到手指或導體的接觸位置。一般常見的二維座標電容式觸控 

板，即是將該感應單元分作兩組感應線跡，例如：X軸線跡與 

Y軸線跡，再藉由一控制單元掃描分析每一條該X軸線跡或Y 

軸線跡上的電容訊號，以得到接觸點所在位置的X軸分量或Y 

軸分量。

因此，每一條感應線跡需要配置一條導線作為與該控制單 

元連接掃描用，以一般IC產業熟知的雙層印刷電路板 

(two-layer Printed Circuit Board, two-layer PCB)舉例， 

雙層PCB的玻璃纖維基板上、下兩側係設置有銅箔，且該上、 

下兩側之銅箔可藉由基板上貫穿式的導孔(via)彼此導通(該 

導孔內壁亦構設有銅箔)。如此，即使是位於不同側的感應線 

跡與控制單元1還是可以透過基板上導孔的設置完成眾多掃描
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線的導線配置，例如：在上側的銅箔蝕刻出一條條X軸線跡，

且每條X軸線跡的末端係延伸到其一導孔的上方，而在下側的

銅箔則蝕刻出從該導孔延伸出的導線連接該控制單元。

如上所述，使用兩片雙層PCB即可完成兩組感應線跡與控 

制單元的連接。第6圖即顯示了傳統使用兩片雙層PCB之電容 

式觸控板結構之斷面結構，這種結構又稱為四層PCB電容式觸 

控板，其具有一片在上方的PCB40以及在下方的PCB30 °位於 

上方的該PCB40之兩側銅箔分別具有複數條X軸線跡41以及 

複數條Y軸線跡42的圖案，且位於上側的Y軸線跡42可以延 

伸到邊緣的導孔3242上，再透過導電膠3貼合導通到下方的 

該PCB30上側銅箔的接合點32與導孔3142，最後將該Y軸線 

跡42導通到該PCB30下側的Y導線31b。而位於該PCB40下 

側的該X軸線跡41則係透過與該PCB30上側銅箔接合點32及 

導孔3141的電接，導通到該PCB30下側的X導線31a。

不過，傳統四層PCB結構之電容式觸控板需耗費兩片印刷 

電路板的材料與製程成本以及組合成本，同時，兩片印刷電路 

板帶來的厚度與重量也嚴重影響電容式觸控板的應用與外觀 

設計。隨著攜帶型電子產品的普及，電容式觸控板的成本節約 

與輕薄設計一直是眾家廠商努力研究發展的重點。

因此，在中華民國專利發明證號1269213中便提出一種以 

薄膜來取代其中一片PCB之電容式觸控板，降低舊有四層PCB 

觸控板的厚度與重量。其結構如第7圖所示，上方為一塑膠薄
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膜60下方則為一雙層印刷電路板50。該塑膠薄膜60的一側 

依序印刷上一層具複數條Y軸線跡圖案62之導電油墨、一層 

絕緣油墨63以及一層具複數條X軸線跡圖案61之導電油墨。 

該Y軸線跡62的末端並無被該絕緣油墨覆蓋，故可將該塑膠 

薄膜60具有導電油墨之一側以導電膠3貼附於該PCB50上 

側，並藉由該Y軸線跡62與該PCB50上側之接合點52與導孔 

5162的對齊貼合，將該Y軸線跡62導通至該PCB50下側之Y 

導線51b。而該X軸線跡61 一樣也對齊貼合該PCB50上側之 

接合點51與導孔516L·以導通至該PCB50下側之X導線51a。

不過，由於觸控板的材質從舊有硬質的PCB替換為軟性的 

薄膜，不僅在製程上需另增一條薄膜的生產線，薄膜與PCB的 

線路組合技術也與舊有的PCB板材間的組合大為不同。

舊有的兩片PCB板材由於材質較硬，操作起來較為簡易也 

容易對準，組合製程並不需要特殊設計；然而，當印刷電路板 

被換成軟質的塑膠薄膜時，結合過程的操作難度當然會比兩片 

硬質PCB間的結合來的困難。於是，為了減少該塑膠薄膜60 

上該等線跡與該接合點52電氣接觸的失誤率，一條精密控制 

的薄膜與PCB結合製程則是必備的。由此可知，1269213提出 

之電容式觸控板，除了降低產品的厚度與重量外，對於成本的 

降低與產品的良率來說並無多大貢獻。

同樣的，為了減少印刷電路板的使用，在美國專利證號： 

6,18& 391中便提出一種僅使用單片雙層PCB之觸控板結構， 
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可以在傳統PCB製程下生產較傳統四層PCB觸控板輕與薄之觸 

控板。如第8圖所示，該觸控板僅採取一片雙層印刷電路板 

20，該PCB20的下側銅箔具有複數條X導線21a以及複數條Y 

導線21b之圖案，上側銅箔則是具有複數條X軸線跡22a圖案 

以及複數獨立單元22b圖案。其中，該X軸線跡銅箔221可延 

伸至邊緣導孔2122以導通至下側的X導線21a，該複數獨立 

單元22b則是具有Y軸線跡之排列方式，但是彼此並不互相連 

接。除此之外，該PCB20的上方另外設置有複數條橋型導路 

24，每一條橋型導路24可令同一條Y軸排列方向上的該獨立 

單元銅箔22b彼此導通，並得以透過導孔2124與該PCB20下 

側之Y導線21b連接。該橋型導路24與該X軸線跡銅箔22a 

上下重疊之處則係以絕緣材23隔絕，以避免該橋型導路24與 

該X軸線跡銅箔22a電氣接觸°

雖然美國專利案6,18& 391提出之觸控板成功減少了一片 

雙層PCB的使用，但是其Y軸感應線跡係以複數獨立單元的銅 

箔22b與一條橋型導路24異質結合而成，並不是像該X軸線 

跡的銅箔22a屬於同質性導路。異質間的結合在許多環節上會 

產生問題，例如：該橋型導路24與該獨立單元銅箔22b的接 

合電性結構並不是非常穩定，發生斷線的機率非常高而只要有 

一條橋型導路24黏合時發生問題整塊板子都必須捨棄。此 

外，該絕緣材23並不是整片的覆蓋層，還需要具有對準該獨 

立單元銅箔22b位置的複數窶空部25，如果該窶空部25對準
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的步驟有誤差，接下來的該橋型導路24也會無法黏合出Y軸

感應線跡°

雖然美國專利案6,18& 391提出之觸控板可以使用傳統 

PCB的製程得到較傳統觸控板為低的厚度與重量，但是Y軸方 

向的感應線跡卻是屬於異質間結合之導路，其電性結構的穩定 

性取決於:該絕緣材窶空部25的準確度、該橋型導路24佈線 

的準確率以及該橋型導路24與該獨立單元銅箔22b的接合狀 

態，在眾多誤差的影響下，觸控板的產品良率勢必會大幅下降。

綜上所述，使用薄膜基材來取代四層PCB中的基材雖可降 

低觸控板厚度與重量，卻必須額外負擔觸控板結合時的製程成 

本以及接合點對準誤差問題；然而，使用橋型導路雖可省去一 

半印刷電路板的成本與製程，但是其異質間接合的結構所造成 

的電性不穩以及絕緣材與橋型導路窶空對準的問題，反而使得 

觸控板的產品良率難以提升。

因此，如何能維持單片雙層PCB的結構優勢，又，得以確 

保感應線跡的導電品質、節省製造程序與成本並提供更穩定更 

好的製程良率，係為本創作人致力達成之目標。

【新型內容】

本創作之主要目的係提供一種可簡化製程步驟與生產成本 

之具雙層印刷電路板的電容式觸控板，其係包括：一印刷電路 

板(Printed Circuit Board, PCB) »且該印刷電路板上方由上而下 

依序設置一導電層以及一絕緣層。
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1114。如此,每條該第一線跡圖案12便可透過該第一導孔1112

與該第一導線11a導通。

另外，在該PCB10的上方由上而下分別依序設置一導電層 

及一絕緣層13,該絕緣層13的大小係略小於該PCB10的大小， 

以令該第二導孔1114不被該絕緣層13覆蓋，同時，該導電層 

的大小則是恰等於該PCB10的大小，以令該導電層上具有複數 

條第二線跡圖案14得以延伸到該第二導孔1114-L。如此，該 

第二線跡圖案14便可以藉由該第二導孔1114導通至該PCB10 

下側之第二導線lib。其中，該第二線跡圖案14係為一朝著 

一第二方向2排列之線跡，且該第一方向1與該第二方向2係 

呈垂直，以便分別偵測出接觸位置的X軸分量與Y軸分量。

其中該絕緣層13可以在該雙層印刷電路板10兩側的銅箔 

圖案蝕刻完成後，使用一般PCB製程中常用的綠漆(solder 

mask)印刷在該第一線跡圖案12的上方，而且，印刷時不完全 

覆蓋該雙層印刷電路板10上，而是僅覆蓋在該第一線跡圖案 

12上方，並露出邊緣該第二導孔1114的部分。接下來，再於 

該絕緣層13的上方印製出具導電性之該複數條第二線跡圖案 

14 *例如：使用導電油墨印刷(銀膠、鋁膠、銀鋁膠或碳膠)， 

同時，該第二線跡圖案14係直接印刷到該第二導孔1114的上 

方完成與下側該第二導線1 lb的導路。

由上可知，本創作之結構可直接使用習知的印刷電路板製 

程，而無需另增薄膜組合製程或是另增橋型電路的電接製程。
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如上述之第一實施例，本創作實施時可以直接使用雙層印刷電 

路板10的銅箔蝕刻步驟與導孔設置步驟，完成上側之該第一 

線跡圖案12構設以及下側連接導線之設置；接著，再使用業 

界習知之綠漆(solder mask)印刷在該印刷電路板10的上方作 

為該絕緣層13,由於該絕緣層13所需裸露的該第二導孔1114 

皆位於該印刷電路板10的外側，故可不需要經過綠漆的光罩 

蝕刻步驟；最後，於該絕緣層13上直接以導電油墨印刷出該 

第二線跡圖案14，同時使該第二線跡圖案14得以直接印刷到 

該第二導孔1114的上方，完成該第二線跡圖案14與該第二導 

線lib之導通。

除此之外，在該PCB10上側銅箔蝕刻製程時，亦可以留下 

不與該第一線跡圖案12連接之圖案，也就是第2圖所示之第 

二實施例，複數個獨立圖案12d位於該複數條第一線跡圖案 

12之間，用以填補部分該第一線跡圖案12間的空隙，使得於 

其上方該絕緣層13分佈的厚度較為均勻。且，該獨立圖案12d 

亦可作為觸控板中電容感應補強的設計，也可以縮減該第二線 

跡圖案14的高低落差。

第3圖則為本創作之第三實施例，該絕緣層13可以分兩次 

鋪設完成，第一次先印刷出第一絕緣層131，填補該第一線跡 

圖案12的空隙，然後再印刷上一第二絕緣層132隔絕該第一 

線跡12圖案與該第二線跡圖案14之電氣接觸。

亦此本創作電容式觸控板不論在線跡蝕刻或是絕緣材的鋪
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設上，並不會有如美國專利案6,18& 391提出之方法，還需要

… 精準做出絕緣材的窶空部，與精準對位橋型導路與窶空部之

間。本創作中的該絕緣層13僅需裸露該印刷電路板10外側之 

第二導孔1114即可，不需要精密印刷也能做到，該第二線跡 

圖案14也不會像美國專利案6,18& 391中因為些微的準位偏 

差而導致斷線。

綜上所述，藉由本創作之電容式觸控板的設計，可使產品

• 良率大為提升，製作成本也很精簡，製程設計更可利用習知之

PCB製程而無需新增額外製程與複雜的作業程序。除了使電容 

式觸控板更為輕薄外，簡化製程與提升產品良率的雙重因素 

下，將使本創作之電容式觸控板具有更高的市場競爭性。

上述實施例與圖式為應用本創作構想之舉例，並不因此侷 

限本創作之專利範圍，例如：該第一線跡圖案12與該第二線 

跡圖案14的排列方式與方向，可以依據客戶端的要求而做特

• 殊圖案或走線設計；該第二線跡圖案14的上方亦可以再增加

' 一第三絕緣層與複數條第三線跡，配合不同的感應線跡位置設

計；該第一導孔1112與第二導孔1114的位置可以位在同一邊 

的邊緣上、亦可分別位在不同邊的邊緣上（請參考第5A-5D 

圖）、或是分散到四邊的邊緣上；以及每個該第一線跡圖案12 

或該第二線跡圖案14可以不只連接到一該第一導孔1112或該 

第二導孔1114，亦可以連接到任二該第一導孔1112或任二第 

二導孔1114等等。任何依本創作構想延伸應用或修飾改變， 
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在不脫離本創作之等效作用下，均應包含在本創作之權力範圍 

內，合予陳明。

【圖式簡單說明】

第ί圖為本創作之第一實施例斷面結構圖。

第2圖為本創作之第二實施例斷面結構圖。

第3圖為本創作之第三實施例斷面結構圖。

第4A圖為本創作之第一實施例PCB上側導孔示意圖。

第4B圖為本創作之第一實施例PCB下側導孔及導線示意圖。

第4C圖為本創作之第一實施例第一線跡圖案示意圖。

第4D圖為本創作之第一實施例第二線跡圖案及絕緣層大小示 

意圖。

第5A圖為本創作之第二實施例PCB上側導孔示意圖。

第5B圖為本創作之第二實施例PCB下側導孔及導線示意圖。

第5C圖為本創作之第二實施例第一線跡圖案示意圖。

第5D圖為本創作之第二實施例第二線跡圖案及絕緣層大小示 

意圖。

第6圖為傳統使用四層PCB之電容式觸控板斷面結構圖。

第7圖為使用外加薄膜之電容式觸控板斷面結構圖。

第8圖為使用橋型導路之電容式觸控板斷面結構圖。

12
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【主要元件符號說明】

10、20、30、40、50 ：雙層印刷電路板

60 :塑膠薄膜

11a :第一導線

12 :第一線跡圖案

1112 :第一導孔

13 :絕緣層

12d :獨立圖案

131 :第一絕緣層

lib :第二導線

1114 :第二導孔

14 :第二線跡圖案

132 :第二絕緣層

21a、31a、51a ： X 導線

21b、31b ' 51b ： Y 導線

22a : X線跡圖案

2122、2124、3141

23 :絕緣材

32、52 ：接合點

42'62 ： Y軸線跡

101 : PCB10的下側

1 ：第一方向

22b :獨立單元圖案

、3142 、 3242 、 5161 、 5162

24 :橋型導路 25

41 ' 61 ： X軸線跡

63 :絕緣油墨 3 :

102 : PCB10的上側

2:第二方向

導孔

:窶空部

導電膠

13
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四、指定代表圖：

（一） 本案指定代表圖為：第（1 ）圖。

（二） 本代表圖之元件符號簡單說明：

10 :雙層印刷電路板

11a :第一導線

12 :第一線跡圖案

1112 :第一導孔

13 :絕緣層

lib :第二導線

1114 :第二導孔

14 :第二線跡圖案

2
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年月日補充

其中，該印刷電路板為雙層印刷電路板，其上側構設一第 

一銅箔，其下側則設置一第二銅箔，且其邊緣具有貫穿該印刷 

電路板上、下側之複數第一導孔與複數第二導孔。該第一銅箔 

具有延伸至該第一導孔之複數第一線跡圖案，而該第二銅箔具 

有複數第一導線圖案與複數第二導線圖案並得以各自延伸至 

該第一導孔與該第二導孔。

此外，該絕緣層的尺寸大小係略小於該印刷電路板，使該 

第二導孔的上方並無該絕緣層覆蓋。該導電層尺寸大小則恰等 

於該印刷電路板，令該導電層所具有的複數第二線跡圖案得以 

延伸至該第二導孔上。

為使本創作之結構與優點能有更清楚明瞭之圖像，以下提 

供最佳實施例與相關圖式詳細說明。

【實施方式】

第1圖以及第4A-4D圖為本創作第一實施例之斷面圖以及

各層圖案示意圖。本創作中僅係採取一雙層印刷電路板

(two-layer PCB)10，該PCB10的上側102係構設有一第一銅 

箔，其下側101則設置有一第二銅箔，且該PCB10的邊緣具有 

貫穿該上、下兩側之複數第一導孔1112以及複數第二導孔

1114。該第一銅箔具有複數第一線跡圖案12，其係為複數條

朝著一第一方向1排列之線跡 > 並延伸至該第一導孔1112。

該第二銅箔則是具有複數第一導線圖案11a以及複數第二導

線圖案lib，並分別延伸至該第一導孔1112以及該第二導孔

8
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； 公告本
「 新型專利說明書

（本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

探申請案號：°

※申請日：98 ·匕》＜ ※【卩。分類：勺％ 乡/"

盹6·1°修正 
年 月曰

補允

(2006.01)

一、新型名稱：
具雙層印刷電路板之電容式觸控板

二、中文新型摘要：

本創作係一種具雙層 印刷電路板（two-layer Printed Circuit
Board, PCB）之電容式觸控板，其包括一印刷電路板，該印刷電路 

板係為雙層印刷電路板結構，該印刷電路板之上側係構設有一第 

一銅箔，其下側則設置有一第二銅箔，且在該印刷電路板之邊緣 

係具有貫穿該印刷電路板上、下側之複數第一導孔與複數第二導 

孔。該第一銅箔上係具有延伸至該第一導孔之複數第一線跡圖

案；該第二銅箔上則具有複數第一導線圖案與複數第二導線圖案 

並得以各自延伸至該第一導孔與該第二導孔；上述之印刷電路板

上方由上而下分別依序設置一導電層與一絕緣層。該絕緣層尺寸

大小略小於該印刷電路板，令該第二導孔的上方並無被該絕緣層 

覆蓋；而該導電層尺寸大小恰等於該印刷電路板，且該導電層具

有複數第二線跡圖案並得以延伸至該第二導孔。

三、英文新型摘要：



M378434 -----------二
• 9& & 10修正

竽月日補充

·. 六、申請專利範圍：

' 1. 一種具雙層印刷電路板(two-layer Printed Circuit Board, PCB)
*

之電容式觸控板，係包括：一印刷電路板；

其中，該印刷電路板係為雙層印刷電路板，其上側構設有一第

一銅箔，而下側設置有一第二銅箔，且其邊緣設有貫穿該印刷

電路板上、下側之複數第一導孔與複數第二導孔；

所述之該第一銅箔係具有延伸至該第一導孔之複數第一線跡圖

• 案；

該第二銅箔係具有複數第一導線圖案與複數第二導線圖案並得

以各自延伸至該第一導孔與該第二導孔；

上述之印刷電路板上方由上而下依序設置一導電層與一絕緣

層，其中該絕緣層尺寸大小係略小於該印刷電路板，並令該第

二導孔的上方並無被該絕緣層覆蓋；以及

該導電層尺寸大小係恰等於該印刷電路板，且該導電層具有複

• 數第二線跡圖案並得以延伸至該第二導孔。

2. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控板，其中，該第一

導孔及該第二導孔具導電材質。

3. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控板，其中，該絕緣

層為綠漆(solder mask)。

4. 如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控板，其中，該導電

層為導電膠。

5. 如申請專利範圍第4項所述之電容式觸控板，其中，該導電

14
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膠為銀膠、碳膠、銀鋁膠其中之一者。

9& 11 2 6修正 

年月日補充

6.如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控板 > 其中，該第一 

銅箔亦具有複數獨立圖案，位於任兩條該第一線跡圖案之間，

且不與該第一線跡圖案接觸。

7.如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控板，其中，該複數 

第一導孔係分佈於同一邊，且該複數第二導孔係分佈於該第一 

導孔所在一邊餘下之一邊。

&如申請專利範圍第1項所述之電容式觸控板，其中，該複數 

第一導孔係分佈於兩相對立邊，且該複數第二導孔係分佈於餘 

下之兩邊。

15
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. 七、圖式：

豎9."修正
年 月目5 、

14

第1圖

第2圖

第3圖
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營· J 5修正 
日補充
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